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深圳市科技创新委员会关于发布2021年第一批科技创新券兑现申请指南的通知

各有关单位：

　　根据《深圳市科技创新券管理办法》（深科技创新规〔2020〕3号）及我委科技计划安排，现发布2021年第一批科技创新券兑现申请指南，请各有关单位按照指南要求积极申报。

有关事项通知如下:

　　网上填报受理时间：2021年6月14日--2021年6月30日（截至18:00）。

　　只需网络填报，无需提交纸质材料。申请单位在网上填报受理时限内登录深圳市科技业务管理系统在线填报项目申请书并提交。提交后，点击申请书上的“签字盖章页打印”将打

印文件签字盖章后扫描提交审核（系统受理状态为“待窗口受理”）

　　特此通知。

　　附件：2021年第一批科技创新券兑现申请指南

深圳市科技创新委员会

                                 2021年6月10日

附件下载

附件1：2021年第一批科技创新券兑现申请指南.doc
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